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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente se refiere a un procedi-
miento para la fabricacidén de recipientes de paredes del
gadas, tales como recipientes de envasado, vasos para be
ber y similareg, fabricados a base de material sintético
termopldstico, por el procedimiento de la termoconforma-
cion y a partir de materiales sintéticos termopldsticos
presentados en forma de lémina o bandas, y también para
el corte de las piezas moldeadas para separarlas del ma-
terial circundante de la ldmina o banda de material.

Los procedimientos conocidos de termoconforma-
cién para la fabricacién de piezas de moldeo de paredes
delgadas (como por ejemplo la Patente francesa 1,1%4,142

y la Patente alemana 1,126.590), no pueden llevarse a
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efecto si no es con considerables dificultades y encare
cimientos, puesto que debido a los requisitos que habran
de cumplirse mds tarde en la utilizacién de los envases,
las piezas de moldeo han de fatricarse a partir de mate-
riales especiales, que no pueden ser conformados si no
es venciendo especiales dificultades.

Otra desventaja de las piezas de moldeo de pa-
redes delgadas fabricadas por termoconformacidén es la
que surge cuando, debido a los requisitos que deberdn
cumplirse més tarde, se hace preciso fabricar las piezas
de moldeo mediante unos materiales que traténdose de rea
lizaciones a base de paredes delgadas, no pueden garanti
zar, sin mds, la necesaria estabilidad en la pieza de
moldeo. Finalmente, en el caso de los recipientes de pa-
redes delgadas fabricados segin un procedimiento de ter-
moconformacidn, puede resultar desventajoso fabricar to-
da la pared del recipiente a base de material relativa-~
mente caro, si mediante el material caro han de alcanzar-
se tan sdélo unas especiales propiedades superficiales.

Tal como ya se ha dado a conocer, (solicitudes
de Patentes alemanas P 14 24 560.4 y P 19 48 442.5), pa~
ra eliminar estas desventajas se podria, en principio,
crear un compuesto laminar o en forma de banda y consis-
tente en material sintético termopldstico, que estd for-
mado por una capa portadora de material sintético termo-
plédstico de fécil conformacidén pero relativamente econd-
mico, y de una o varias capas superficiales formadas por
el pléstico que presenta las propiedades especiales. Sin
embargo, las posibilidades que se obtienen con un com-

puesto de este tipo son limitadas, dado que no todos los
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materiales sintéticos termoplédsticos pueden unirse séli-
damente sin més para formar el compuesto en cuestidn.
Ademés, la utilizacidn de un material compuesto tiene la
desventaja de que las partes laminares restantes a par-
tir de las cuales han sido cortadas las piezas moldeadas
no pueden ya triturarse ni aportarse de nuevo al ciclo de
fabricacidn, porque en este caso se da la circunstancia
de que pldsticos de diferentes tipos o con diferentes
aditivos se encuentran fuertemente unidos unos con otros
y no pueden ya separarse.

También es conocido (Patente alemana 1,925.003),
el sistema de pegar con facilidad una ldmina o banda de
plistico sobre una base de poliestireno con una ldmina o
banda de cloruro de polivinilo o bien de su copolimero.

A partir del compuesto obtenido por pegado de ambas ban-
das de material se fabrican entonces los recipientes se-
gun uno de los procedimiento conocidos de termoconforma-
cidén, y se cortan separdndolosdel resto del material cir
cundante. En el resto que queda de la banda, las capas se
separan entonces por desgarramiento del pegado. Sin embar
go, esto tiene la desventaja de que la separacién de am-
bas bandas es relativamente difiecil, Si para el pegado

se utilizd algin pegamento adicional ademds de los mate-
riales de que consta el compuesto, dicho pegamento queda
r4 adherido a ambas bandas y serd parte integrante del
material en la fase de recuperacidén del material sobran-
te, de forma tal que dicho material sobrante no podréd
ser ya recuperado en toda su pureza. Si no se utilizan
pegamentos adicionales especiales, el pegado de ambas

capas hace que exista un anclaje mutuo mds o menos efec
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tivo, debido a lo cual es inevitable que algunas partes
de uno de los pldsticos queden adheridas al material res
tante correspondiente al otro pldstico, y viceversa. A&si
pues, en todos los casos habrd que contar con una impuri
ficacidén de los pldsticos recuperados.

Por el contrario, la presente Patente de Intro-
duccidn, tiene la finalidad de crear un recipiente con
una pared de varias capas, en la cual las capas latera-
les estén estrechamente unidas en sus superficies con-
frontadas, pero unidas sdlidamente taﬁ s6lo en limitadas
zonas determinadas de antemano. La fabricacidn de tales
recipientes ha de ser sencilla y econdémica. El recipien-
te debe llevar en sus paredes una capa portadora esta-
ble, y que sin embargo sea de un material relativamente
econdmico, y una capa de cobertura que esté en correspon
dencia con las propiedades superficiales deseadas, sin
gue estas capas estén unidas sélidamente entre si en to-
da la extensidén de sus superficies confrontadés. A pesar
de ello, las capas deten estar unidas con suficiente se-
guridad entre si en la pieza de moldeo; Pdr otra parte,
en el material restante que queda después de haber cor-
tado y separado las piezas ya moldeadas, ha de ser posi-
ble efectuar con seguridad la total separacidén de los di-
ferentes pldsticos o respectivamente, de los pldsticos
que contienen diferentes aditivos, de forma tal que des-
pués de la separacidén, estos plédsticos puedan ser tritu-
rados y aportados de nuevo al proceso de fabricacidn,

Este objetivo se alcanza de acuerdo con la pre
sente Patente por el sistema de que la pared del reci-

piente esté formada por varias superficies estrechamente
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en contacto unas con otras, pero que estdn unidas sdlida-
mente entre si{ tan s6lo en determinadas partes de las su-
perficies de contacto., Entonces, la estabilidad del re-
cipiente es igual gque en aquellos recipientes en que las
capas laterales estan unidas sdlidamente unas a otras en
toda la extensién de las superficies confrontadas. Las
capas parietales que tan sdlo estdn en contacto unas con
otras pueden desplazarse sbélo muy poco unas respecto a
otras en el recipiente realizado segin la Patente, con

lo cual quedan eliminadas las tensiones que es de supo-
ner se producen en el caso de una unidén sélida de las ca
pas laterales por toda la extensidn de las superficies
enfrentadas. Ademds de esto, la fabricacidn de este reci
piente es considerablemente mas econdémica y mds sencilla
que la de aquellos reciplentes cuya pared consta de unas
capas unidas s6lidamente entre si en toda la extensidn

de las superficies enfrentadas,

En una forma preferente de realigacidn de la
presente Patente, las capas laterales estdn unidas séli-
damente entre si en partes de sus superficies de contac-
to mutuo, de tal forma que en esas partes dicha unidn es-
téd efectuada por soldadura o bien por sellado.

S3in embargo, dentro del marco de la presente
Patente es también posible unir fijamente las capas late
rales unas a otras en determinadas partes de sus superfi
cles de contacto mutuo, realizando dicha unidn por proce
dimientos mecdnicos, tales como, por ejemplo, seria con-
formar unos anclajes en la pared del recipiente y/o un
borde periférico en forma de nervio curvado.

Dentro del marco de la presente Patente, las
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partes de las superficies encaradas, de contacto, en las
cuales las capas laterales estdn unidas sélidamente entre
s{, pueden estar situadas preferentemente en la zona del
recipiente. A este respecto, es especialmente ventajoso
que las capas laterales estén unidas sdélidamente entre
si en la zona de un borde periférico que rodea la abertu
ra del recipiente y que sobresale hacia afuera.

Para la fabricacidn de los recipientes de pare
des delgadas realizados de acuerdo con la presente Paten
te, resulta especialmente adecuado un procedimiento se-
gun el cual se trabaja por lo menos con dos ldminas o
bandas de pldstico distintos, que antes de la termocon-
formacidn estédn simplemente en contacto intimo una con
la otra, pero sin que exista entre ambas una unidn séli-
da., Segln este procedimiento, las arriba mencionadas 1li-
minas o bandas se conforman conjuntamente, y durante o
después de la conformacién se unen sdlidamente entre si
por lo menos en una zona predeterminada de cada pieza
de moldeo, de forma tal gue cada pieza de moldeo se cor-
ta en todos los casos por fuera de las partes de las 1la-
minas o bandas que estdn unidas sélidamente entre si, pa
ra, de este modo, separar las piezas de moldeo del resto
de las laminas o bandas circundantes, y las laminas o
tandas restantes se separan de nuevo después de haber
sido cortadas y separadas las plezas moldeadas.

La presente Patente se basa en el descubrimien
to de que las léminas depositadas unas sobre otras sin
que exista entre las mismas una unidn sdélida, pueden con
formarse con la misma seguridad que las ldminas unidas

sélidamente entre si, ademds de que cuando estén ya con-
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formadas poseen una suficiente resistencia de adherencia

mutua, de forma tal que basta con disponer una unidn real
mente sélida entre las ldminas o capas laterales solamen
te en la zona del borde exterior de la pieza de moldeo.
De esta forma se evita el tener que realizar la base de
tratajo consistente en la fabricacidén de una ldmina com-
puesta, y al misma tiempo se logra que las partes restan-
tes de las ldminas o bandas de las cuales se han cortado
y se han sacado las piezas moldeadas puedan ser separadas
nuevamente sin més, as{ como que, una vez separadas, es-
tas partes restantes puedan ser integradas de nuevo al
proceso de fabricacidn. Dado que de esta forma deja ya

de ser necesaria la formacidén de un material compuesto,

0 sea, la s6lida unidén superficial de plésticos de dis-
tintas clases, y puesto que la unidén sélida de las capas
laterales que se habilitan en el borde de la pieza de
moldeo queda limitada a unas zonas superficiales relati-
vamente pequefia, el procedimiento de fabricacidn concebi
do segln la presente Patente puede aplicarse précticameg
te en todos los materiales sintéticos termoplisticos de
los més diversos tipos, Si, por ejemplo, se utiliza una
lédmina portadora de poliestireno y una ldmina de cubri-
cidén de cloruro de polivinilo, mediante el procedimien-
to concebido segun la presente Patente pueden fabricar-
se unos recipientes de envasado que resultan especial-
mente adecuados para contener productos higroscépicos,

y respectivamente, todos los productos que normalmente

se envasan en cloruro de polivinilo, Mediante una lémi-
na portadora de poliestireno y una lémina de cobertura

de polietileno, se obtienen por ejemplo, mediante el pro
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cedimiento de fabricacidn concebido segin la presente
Patente, unos recipientes de envasado gue pueden conte-
ner materiales que normalmente pueden envasarse tan sd-
lo en recipientes de polietileno. Por otra parte, en

la superficie exterior formada por el poliestireno en

un envase de este tipo pueden realizarse trabajos de im
presién mejores y mds claros, de forma tal que el reci-
piente recibe ademds de una més brillante imagen de im-
presibén, una adicional y mejor rigidez. A bvase de otras
combinaciones imaginables de materiales para la limina
portadora y para la o las laminas de cobertura, pueden
lograrse otras ventajas similares, como por ejemplo, se-
ria el caso de composiciones tales como una ldmina por-
tadora de poliestireno y una ldmina de cobertura de poli
propileno, y similares. Dentro del marco de la presente
Patente, existe también la posibilidad de fabricar la 13
mina portadora y la lémina o ldminas de cobertura a base
de materiales de distintas coloraciones, o bien la de
aportar al material de la lémina de cobertura unos mate-
riales que impidan la acumulacidn de'cargas electrostét;
cas. En tales casos pueden utilizarse en esencia los mig
mos pldsticos, pero con distintos aditivos en las 1ldmi-
nas portadora y de cobertura.

Para tener seguridad de que las ldminas que
han de ser llevadas juntamente a la termoconformacidn
queden estrechamente en contacto unas con otras, al depo
sitar las laminas o bandas unas sobre otras puede aspi-
rarse el alre que se encuentra entre las mismas. Otra
esencial ventaja del procedimiento de fabricacidn conce

bido de acuerdo con la presente Patente en comparacién
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con la utilizacidén de una ldmina compuesta, es el hecho
de que las ldminas gque estdn en estrecho contacto unas
con otras y destinadas a ser conformadas conjuntamente,
pueden someterse a diferentes temperaturas para reali-
zar el proceso de la conformacidn, y concretamente, a
la temperatura mds favorable para el material de que se
trate en cada caso con miras al proceso de conformacidn.
Dentro del marco de la presente Patente es posible depo-
sitar las ldminas o bandas unas sobre otras a temperatu-
ra amblente, y estando ya depositadas unas sobre otras,
calentarlas hasta las temperaturas de conformacién co-
rrespondientes a los plésticos de que se trate.

Sin embargo, dentro del marco de la presente
Patente, las ldminas o bandas pueden ser también deposi
tadas unas sobre otras a las temperaturas aproximadas
de conformacidén correspondientes a los plésticos de que
se trate en cada caso, y una vez depositadas unas sobre
otras, pueden ser recalentadas -en caso de ser necesario-
tan sélo ya para una exacta graduacién de las temperatu-
ras de conformacién., En ultimo caso existe también la po
sibilidad de refrigerar las laminas o bandas procedentes
de las toberas dotadas de ranuras lineales que las forman,
para llevarlas a las temperaturas de conformacidn corres
pondientes a los pldsticos de que se trate y depositarlas
unas sobre otras cuando estdn todavia en estado caliente.

En la forma preferente de realizacidn de la pre
sente Patente, la unidén fija de las ldminas o bandas, es
decir, de las capas parietales en la zona del torde de la
pieza de moldeo, puede realizarse por el sistema de unir

s6lidamente entre si las ldminas o bandas en la zona del



10.

15.

20‘

25.

30.

o~ 404584 o

borde anular de la pieza de moldeo, de forma tal que es-

ta unién se realiza en la termoconformacibn a unas tempe
raturas de conformacidn correspondientes adn en lo esen-
cial a los plasticos de que se trate, por el sistema de
comprimir fuertemente las laminas o bandas unas contra
otras, Esto puede realizarse antes o bien al inicio del
proceso de termoconformacidn en si mismo, si el proceso
de termoconformacidén se realiza esencialmente de tal for
ma gue se obtiene la pieza de moldeo por embuticidn pro-
funda de una superficie del material firmemente sujeta
dentro de una zona anular. A este respecto, no es perju
dicial que algun material de la zona del borde de la pie
za de moldeo sea estirado, pasando a formar parte de la
zona lateral sometida a la conformacién propiamente di-
cha. Antes bien, esto serd ventajoso si de esta forma
la gona correspondiente a la unién sélida entre las ca-
pas laterales es también estirada hacia adentro, a par-
tir del borde de la pieza de moldeo propiamente dicha.
Dentro del harco de la presente Patente es es-
pecialmente ventajoso que estén previstas una ldmina por
tadora mds gruesa y una ldmina de cobertura mis delgada,
que ird montada en el lado de uso de la pieza de moldeo.
De esta forma, el material de la lamina de cobertura puede
elegirse, en primer lugar, segin las propiedades superfi-
ciales que hayan de lograrse para la pieza de moldeo y
sin tener esencialmente en cuenta el precio del material,
y también en grado bastante considerable, sin tomar dema
diado en consideracidn la capacidad de conformacidn del

material.

Para la realizacidén del proceso segin la pre-
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sente Patente, resulta especialmente adecuada una insta-
lacidén en la cual, antes de la instalacidn de termocon-—
formacién propiamente dicha, estd previsto un dispositi-
vo adicional que sirve para colocar estrechamente en con
tacto reciproco varias bandas o léminas de pldstico, pe-
ro sin que exista una unidn sélida entre las mismas y en
la cual la instalacidén de termoconformacidn contiene en
las zonas de conformacidn propiamente dichas unos dispo-
sitivos con limites preferentemente anulares, cuya mi-
sién es la de realizar la unidén local y sélida de las
bandas o ldminas; y en la cual ademds los dispositivos
que sirven para cortar las piezas moldeadas con el fin
de separarlas de las partes circundantes de las bandas

0 léminas, estén configurados en todos los casos de for
ma tal que el corte del material se realiza fuera de
aquellas zonas en que las bandas o ldminas han sido sé-
lidamente unidas entre si.

En una forma esencialmente preferente de rea-
lizacién de la presente Patente, en la cual las capas
laterales del recipiente estén unidas sdlidamente entre
si{ en un borde que sotresale hacia afuera ¥ que rodea
la abertura, los dispositivos de corte de las piezas de
moldec pueden estar situados directamente en la instala
cién de termoconformacidn, a modo de cortadores de cu-
chillas, que rodean directamente los dispositivos que
sirven para realizar la unidén local y sélida de las ban
das o laminas.

De acuerdo con la presente Patente puede es-
tar previsto un dispositivo destinado a colocar en estre

cho contacto dos bandas o ldminas y entre este dispositi



10.

15-

20.

25.

30.

- 12 - 4'0 4 5 8 1{:’26

vo y la instalacidén de termoconformacidn propiamente di-
cha pueden estar montados unos dispositivos independien-
tes de calentamiento dirigidos en cada caso hacia la su-
perficie libre de las bandas o léminas que estdn deposi-
tadas unas sobre otras, y que preferentemente estédn di-
seflados para realizar el calentamiento de las bandas o
léminas que se aportan a temperatura ambtiente, hasta de-
jarlas a las temperaturas de conformacidn correspondien-
tes a los plasticos de que se trate en cada caso. Dentro
del marco de la presente Patente, el dispositivo destina-
do a juntar las bandas o ldminas puede estar configurado
para realizar esta mieidn con bandas de plédstico calien-
tes que, dado el caso, pueden estar acatbadas de fabricar
procediendo directamente de las correspondientes toberas
de ranura ancha., Preferentemente, el dispositivo destina
do a juntar las bandas o léaminas contiene dentro del mar
co de la presente Patente unos dispositivos de evacua-
cién para el espacio intermedic existente entre las ban-
das o laminas que se juntan.

A continuacién se aclaran con mds detalle algu
nos ejemplos de realizacidén de la presente Patente, to-
mando como referencia los correspondientes dibujos. En
dichos ditujos se muestra lo siguiente:

Figura l.- Un recipiente segin una forma pre-
ferente de realizacidn de la presente Patente, en seccién
axial.

Figura 2.~ Un recipiente segin otra forma de
realizacidén de la presente Patente, en seccidn axial.

Figura 3.- Un esquema de desarrollo de un ejem

plo de realizacidn del proceso seglin la presente Patente.
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Figura 4.- Un esquema de desarrollo de ofro
ejemplo de realizacidén del proceso segin la presente
Patente,

Figura 5.- Una seccidn axial a través de un
molde de termoconformacidn, de acuerdo con la presente
Patente,

Figura 6.- Una seccidén longitudinal a través
de un dispositivo destinado a juntar dos ldminas o ban-
das.

Figura 7.- Una seccidn por la linea VII-VII de
la figura 6.

Figura 8.~ Una seccidén por la linea VIII-VIII
de la figura 6.

En el ejemplo de la figura 1 se trata de un re-
cipiente A para el envasado, gque desde su fondo B hasta
su abertura C se ensancha cénicamente hacia arriba, ¥ que
presenta un borde periférico D que rodea la abertura C
del repipiente y que se extiende hacia afuera a modo de
brida. El fondo B del recipiente, la pared E del recipien
te y el borde periférico D han sido conformados en un pro
ceso de termoconformacidn a base de dos capas, sin solu-
cién de continuidad. La capa exterior F estd configurada
a modo de capa portadora de recubrimiento, es més gruesa
que la capa interior G y estd hecha, en el ejemplo repre
sentado, de poliestireno, y preferentemente de poliesti-~
reno resistente a los golpes, o bien, de ser necesario
en un caso especial, de polimerizados de mezcla a base
de estireno-acrilonitrilo, o bien de polimerizados A B S.
En el ejemplo representado, la capa interior més delga~

da @ esta concebida como forro y es del material mis ade
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cuado para la finalidad especifica de utilizacidn del re
cipiente, que puede ser, por ejemplo, polipropileno, po-
lietileno o similares. En la zona del fondo B y de la pa
red E del recipiente, las dos capas F y G estén en estre
cho contacto reciproco, pero sin que exista una unidn sd
lida entre ambas en sus:superficies de contacto. En la
zona del borde periférico D, ambas capas F y G estén sol
dadas o selladas entre si en una zona anular H de sus su
perficies confrontadas.

En el ejemplo de la figura 2, se trata de un
recipiente de envasado X, cuya pared envolvente L se en-
sancha cénicamente hacia arriba a partir del fondo B del
recipiente hasta cerca de la abertura del mismo, y cuyas
capas laterales F y G estén unidas fija y mecdnicamente
entre si en partes de sus superficies enfrentadas, de
contacto. En este ejemplo, la abertura C del recipiente
estéd configurada con un borde periférico M rebordeado.
Por debajo del borde periférico M, en la pared envolven-
te L estd configurado adicionalmente un borde de ancla-
je N que discurre a lo largo de todo un trayecto peri-
férico. Este borde de anclaje N puede consistir en una
zona anular 0, en la cual la pared envolvente estd con
figurada de forma cénica invertida y forma un escaldén P
dirigido hacia atajo y que discurre a lo largo de todo
un trayecto anular periférico, tal como se indica en la
parte izguierda de la figura 2. Sin embargo, también es
posible configurar el torde de anclaje N a base de unos
salientes independientes de anclaje, con sus partes la-
terales cénicas R invertidas y unos escalones S dirigi-

dos hacia abajo. E1l btorde de anclaje N puede utilizarse
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al mismo tiempo en ambos casos a modo de dispositivo de
apilamiento para los recipientes K, En el ejemplo de la
figura 2, el borde de anclaje N podria estar también con
figurado en la parte inferior del recipiente, y por ejem
plo, en la pared del recipiente I, en escasa proporcidn
si por encima del fondo del recipiente, puesto que en
este ejemplo el borde periférico M estd rebordeado y pro
porciona con ello un anclaje adicional de ambas capas F
y G. Sin embargo, también es imaginable configurar el re
cipiente segin la figura 2 de forma tal que tenga tan sé
lo el borde periférico M rebordeado, o bien solamente el
borde de anclaje N. Las dos capas laterales F y ¢ pueden
estar configuradas en este ejemplo en forma andloga a
las del ejemplo de la figura l. La sujecidén mecdnica de
las capas laterales F y G estd pensada especialmente pa-
ra aquellos casos en que los materiales de las capas pa-
rietales F y G no pueden socldarse unos con otros, como
por ejemplo sucede con el poliestireno y el cloruro de
polivinilo.

Ademds de la arriba mencionada constitucidn
de las dos capas laterales F y G, también es posible con
figurar la capa lateral exterior a modo de forro delga-
do, cuando por ejemplo se desea tener una fina capa ex-
terior que evite la acumulacidn de cargas electroestd-
ticas. En tales casos, la capa portadora interior puede
formarse por ejemplo a base de poliestireno resistente
a los golpes, y la capa exterior, a base de poliestireno
normal, con mezcla de sustancias que impidan la acumulag
cidn de cargas electroestdticas, Dentro del marco de la

presente Patente es también posible crear piezas de mol-
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deo con mds de dos capas laterales, como por ejemplo es
el caso de los recipientes de envasado, que estdn dota-
dos de una capa lateral delgada exterior, una capa cen-
tral de soporte y una capa interior delgada. En tales
casos, la capa exterior delgada puede estar formada por
ejemplo a base de un material especialmente adecuado pa
ra imprimir, que ademds pueda estar también dotado, da-
do el caso, de unas sustancias que eviten la acumula-
cidn de cargas electroestiticas. Entonces, la capa inte-
rior deteria determinarse teniendo en cuenta la compa-—
tibilidad del material de la capa con el contenido del
recipiente.

En el ejemplo de la figura 3 se trata de la
fabricacidén de, por ejemplo, recipientes de envasado se-
gun la figura 1, por termoconformacidn de las bandas de
pldstico -l1- y -3-. BEstos recipientes de envasado deben
tener una capa lateral de soporte exterior fabricada a
tase de poliestireno resistente a los golpes, y una ca-
pa interior de cotertura fabricada a base de cloruro de
polivinilo. Asi pues, en este ejemplo hay una banda ~l-
més gruesa de poliestireno procedente de una bobina -2-
y una banda mds delgada -3- de cloruro de polivinilo,
procedente de una bobina -4-, que son introducidas en
frio, es decir, a temperatura ambtiente de unos 202 C, en
un dispositivo -5- cuya misidn es juntar ambas bandas de
material, En este dispositivo de unidn -5- son situadas
una sobre otra las dos bandas -l- y -3~. El aire que se
encuentra en principio entre ambas bandas -1l- y -2- es
aspirado en el interior del dispositivo de unidn -5- en

una forma que més adelante serd aclarada en detalle. Deg
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pués de abandonar el dispositivo de unidn -5-, ambas
bandas -1- y -3~ se comportan conjuntamente de forms
aniloga a un material compuesto, aunque de todas for-
mas ambas bandas -1l- y -3- no estdn unidas permanente-
mente y de forma s6lida entre si, tal como se indica
mediante la representacidén separada de ambas bandas en
la figura 3. Después de haber abandonado el dispositi-
vo de unibén -5-, la banda inferior -1- de poliestireno
es calentada por debajo mediante un dispositivo de ca-
lentamiento por radiacién de rayos infrarrojos -6- has-
ta la temperatura de conformacidén adecuada para el po-~
liestireno resistente a los golpes utilizado., La banda
superior -%- de cloruro de polivinilo es calentada de
forma correspondiente mediante un dispositivo de calen
tamiento -7~ que trabaja a base dé rayos infrarrcjos,
hasta la temperatura de conformacidén adecuada para el
cloruro de polivinilo utilizado. A este respecto, ambas
temperaturas de conformacidn no deten ser iguales. En
el dibujo, la diferencia entre las capacidades de ca-
lentamiento de los dispositivos -6- y -7~ se da a en-
tender mediante reproduccidén grifica con diferente lon-
gitud. En la practica, y especialmente cuando la insta-
lacidén de termoconformacidén -8- que viene a continua-
cién de esta instalacidn de calentamiento trabaja por
fases, la longitud de ambos dispositivos de calentamien
to -6- y -7~ se ajusta a la longitud de la fase de trag
lacidén del material, y la capacidad de calentamiento se
ajusta de forma aproximada regulando el nimero y la dig
posicién de los elementos emisores de los rayos infrarro

Jos, y dicho poder de calentamiento se ajusta con preci-
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sidén regulando el grado de calentamiento, o sea, la tem-
peratura de los elementos emisores de los rayos infrarro
jos. Asi pues, ambos dispositivos de calentamiento —6- y
-7- pueden regularse independientemente por separado. A
los dispositivos de calentamiento -6- y -7- les sigue enla
direccidén de desplazamiento de las bandas -1- y -2- la
instalacién de termoconformacidén -8- propiamente dicha,
cuya constitucidn serd aclarada mds adelante en detalle.
En la instalacidn de termoconformacidn -8~ se conforman
las piezas de moldeo en las bandas -1- y -3-, y al mismo
tiempo, ambas bandas -1- y -%- son comprimidas una con-
tra otra en unas estrechas gonas de borde anular de las
piezas de moldec, con tanta fuerza que las superficies
de las bandas gque se tocan se unen sélidamente entre si,
0 sea, se funden conjuntamente. En el ditujo, ésto esta
indicado mediante la representacidn de ambas bandas -1~
y -3~ como una sbéla unidad en la zona de la instalacidn
de termoconformacidn -8-. En el ejemplo representado,
dentro de la instalacidn de termoconformacidén, las pie-
zas de moldeo y las zonas de los bordes que las rodean
donde se encuentran las partes de las bandas que estén
unidas s6lidamente entre si, son cortadas y separadas de
las partes circundantes de las bandas y, por un procedi-
miento conocido no representado en el dibujo, son extrai
das de la instalacidn de termoconformacién -8-, Las ban-
das restantes -1'- y -%'- son extraidas de la instala-
cidén de termoconformacidn -8- por traccidén. Dado que las
partes de las bandas que estaban sdlidamente unidas en-
tre si han sido totalmente extraidas al cortar y separar

lae pisgas moldeadas, detrds de la inctalseidn de Yormo=-




10,

15-

20.

25,

30.

conformacibén -8~ las bandas restantes -1'- y ~3'- estén
representadas de nuevo en la misma forma que antes de
la instalacién de termoconformacién -8-, Las dos bandas
restantes -1'- y -3'- pueden separarse fdcilmente de
nuevo mediante un dispositivo de separacidén ~9- consti-
tuido con forma de cuchilla, y acto seguido pueden ser
enrolladas formando bobinas separadas -10-, para mis
tarde ser trituradas y aportadas de nuevo al proceso

de fabricacién en calidad de material de partida.

En el ejemplo de la figura 4 se utilizan la
misma instalacién de termoconformacién -8-, el mismo dis
positivo de separacidn a modo de cuchilla -9- para las
bandas restantes -11'- y -12'-, y unas btobinas de mate-
rial -10- iguales en esencia a las del ejemplo de la fi-
gura 3. Sin embargo, el proceso representado esquemdtica
mente en la figura 2 se diferencia esencialmente del pro
ceso representado esquematicamente en la figura 3 en el
hecho de que la banda ~l11- que forma la capa portadora
de la pared de la pieza de moldeo y que es por ejemplo
de poliestireno resistente a los golpes, y la banda -13-
que forma la capa de cobertura de la pared de la pieza
de moldeo y que es por ejemplo de cloruro de polivinilo,
polipropileno o polietileno, se juntan en caliente inme-
diatamente a la salida de las toberas de ranura lineal
-12- y -14- de los extrusionadores con que se fabrican
estas bandas., Entonces, cada una de las bandas -11- y
~13- puede presentar en esencia la temperatura de con-
formacidn adecuada para el pldstico a base del cual ha
sldo fabricada la banda en cuestidn, En el ejemplo re-

presentado, el ajuste de las bandas -11- y -13- a estas
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temperaturas de conformacidn se realiza mediante la ca-
landra de refrigeracidén -18-, cuyo poder de refrigera-
cidén puede regularse desplazando los rodillos y varian-
do de esta forma el grado de contacto de dichos rodillos
con las respectivas btandas -1l- y =13-, y también ajus-
tando la temperatura del liquido refrigerante que pasa

a través de los rodillos de la calandra. A este respec-—
to, la disposicidén de los rodillos de la calandra de
forma que queden oblicuas o perpendiculares unos respec-
to a otros, tiene una importancia secundaria. Para ajus-
tar la forma continua de trabajo de las toberas de ranu-
ra lineal -12- y -14- de los extrusionadores y de las
calandras de refrigeracidn -18- al avance por pasos de
las bandas -11- y -13-, condicionado por la instalacién
de termoconformacidén -8-, detrds de las calandras de re
frigeracidén -18- estén colocados unos rodillos flotan-
tes -19- que se elevan y descienden en los sentidos in-
dicados por las flechas dobles. El disposi%ivo de unidn
-15- que sigue a continuacidn, anélogqmentg al ejemplo
de la figura 3, estéd configurado de una forma en la que
se presta especial atencidn a la conveniencia de que las
bandas calientes -1l- y -13~ que se encuentran a las res
pectivas temperaturas de conformacidén puedan ser conduci
das a través del dispositivo sin sufrir dafios. Si bien
las bandas -~11- y -13- presentan ya en esencia al jun-
tarse las temperaturas de conformacidén adecuadas para
los respectivos pldsticos de que estan hechas, en el ejem
plo de la figura 2 estdn montados también unos dispositi
vos de calentamiento por rayos infrarrojos -16- y -17- en

tre el dispositive de unidn -15- y la instalacidn de ter-

moconformacidén -8- propiamente dicha, de forma tal que el
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dispositivo de calentamiento -16~ puede actuar desde aba
jo sobre la banda -1ll- y el dispositivo de calentamiento
-17- puede actuar desde arriba sobre la banda -13-, Estos
dispositivos de calentamiento estdn concebidos esencial-
mente con la finalidad de recalentar eventualmente las
bandas -11- y -13- o bien una de estas bandas después del
dispositivo de unidn -15-, para ponerlas a las temperatu-
ras de conformacidn precisas. Esto puede ser importante
cuando las bandas -11- y -1%- 0 bien una de ellas estén
realizadas a base de un material que no pueda ser condu-
cido a través del dispositivo de unidn de la temperatu-
ra de conformacidn, o sea, que para pasar a través de di
cho dispositivo de unidn debe ser refrigerado por debajo
de la temperatura de conformacidn, Los dispositivos de
calentamiento -16- y -17- pueden estar también dimensio-
nados para el calentamiento completo de las bandas -11-
y =13~ para, en lugar de las bandas acatadas de fabricar
-11- y -13-, poder aplicar también a eleccidn bandas -1-
y -3~ extraidas de bobinas de material de reserva, En
cuanto a la configuracidén dimensional y a la regulacidn
de los dispositivos de calentamiento -16-~ y -17-, se
aplican los mismos puntos de vista que los indicados en
la aclaracidén anteriormente ofrecida en relacién con la
figura 3.

Detrds de los dispositivos de calentamiento
~16- y ~17-, el desarrollo del procesoc es el mismo que
el indicado en la aclaracidén anterior en relacién con la
figura 3.

En el ejemplo que se muestra en la figura 5,

la instalacién de termoconformacidn contiene uno o va-
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rios moldes negativos de conformacidén -21-. Ias bandas
-l-y -3-, o bien -11- y -13-, se conforman conjuntamen-
te en el hueco de uno de estos moldes negativos de con-
formacidén -21-, para fabricar en cada caso una pieza que,
por ejemplo, puede ser un recipiente de envasado con for
ma de vaso, aplicando uno de los conocidos sistemas de
termoconformacidn. Esta conformacidn puede realizarse en
forma conocida mediante estiradores, machos, vacio y si-
milares. Las dos bandas -l- y ~3%-, y respectivamente -11-
y =13-~, colccadas una sobre otra, se comportan en esta
conformacidén priacticamente en la misma forma en que se
comportaria una sencilla banda de material sintético ter
moplédstico susceptible de conformacidén por calentamien-
to. En el ejemplo representado, hacia el final del pro-
ceso de conformacidn se comprime firmemente un marco de
sujecidn -22- sobre el torde periférico del molde nega-
tivo de conformacion -21- y sobre las bandas -1- y -3-,
0 respectivamente, -11- y -13- conformadas sobre este
borde. De esta forma, las capas de material sintético
termopldstico aln caliente quedan unidas sélidamente en
tre si en una zona de borde anular -24- de la pieza con
formada -23-, quedando preferentemente las capas en esa
zona fundidas conjuntamente, o alternativamente, sella-
das. Entonces, a partir de su zona del borde -24- suje-
ta firmemente, la pieza ~23- se pone definitivamente en
contacto con la superficie interior del molde negativo
de forma -21-, quedando de este modo correspondiente
conformada, Una vez sujeta sdélidamente la zona del bor-
de -24- con el marco de sujecién -22-, y preferentemen-

te, también después de haber finalizado la conformacidn
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de la pieza -23-, un cortador -25- que rodea al marco de
sujecién -22- avanza en el sentido indicado por la fle-
cha -26-. De esta forma, la pieza moldeada -23%- queda
cortada fuera de la zona del borde anular -24-, y sepa-
rada de las partes circundantes de las bandas =l= y =3-,
0 respectivamente -11- y -13%~, Tal como se muestra en la
figura 3, el marco de sujecidén -22- puede estar configu-
rado de forma tal que en el borde periférico exterior de
su superficie frontal presente un chaflén -27-, Este cha

flén sirve para tener la garantia de que el corte que se

realiza con el cortador -25-~ cae con seguridad fuera de

lé zona en la cual las bandas -1- y =3-, o respectivamen-
te -1l- y -13-, han sido unidas sélidamente entre si.

Una vez cortada la pieza moldeada -23-, el cor-
tador -25- y el marco de sujecidn -22- en la representa-
cién de la figura 5, se separan del borde -24- de la pie-
za moldeadas -23- y de las bandas -=l- y -3-, 0 bien -11-

y -13~, siendo elevados hacia arriba., Entonces, introdu-
ciendo hacia adentro el expulsador -28- que en el ejem-
plo representado da lugar esencialmente a la formacidn
del fondo del molde, en el ejemplo de la figura 5 la pie-
za de forma -23%3- puede ser expulsada hacia arriba en el
hueco del molde, para a continuacidén ser extraida lateral-
mente. ILas bandas restantes -1'- y -3'-, o bien -11'-y
-13'-, que gquedan después de haber éido cortada la pieza
moldeada -23- son entonces desplazadas por traccidn en

¢l sentido indicado por la flecha -29-, de forma tal que
sobre la zona del molde de forma -21- gueda una nueva
seccidn de las bandas -1- y -3-, o bien -11- y -13-, En-

tonces, las bandas restantes -1l'- y -3'- 0 bien -11'-y
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~13'~ son separadas nuevamente una de otra en la forma
arriba descrita, para después de haber sido trituradas,
ser aportadas de nuevo al ciclo de fabricacidn.

Con el representado en la figura 5 y con mol-
des similares pueden realizarse dentro del marco de la
presente Patente procesos de termoconformacidn de dis-
tintos tipos conocidos. Ademds, es también posible com-
primir el marco de sujecidn -22- inmediatamente después
de la aportacidén de una nueva seccién de las bandas -1- y
~3=, o bien -ll- y =13-, sobre la zona del borde -24- de
la pieza de moldeo -23- & fabricar, y formar la pieza de
moldeo -23%3- a partir de la zona de las bandas -l- y =3-,
0 bien -ll- y -1%-, delimitada de este modo. También es
positle colocar el molde negativo de forma -21- por en-
cima de las bandas -1- y -3-, o bien -1l- y -13-. Esto
resulta especialmente conveniente cuando la banda més
delgada de material -3- o respectivamente =13%3-, es.la
que debe formar la capa lateral exterior de la pieza -23-.

Dentro del marco de la presente Patente es tam
bién posible emplear moldes positivos en lugar del molde
negativo -21- que se muestra a titulo de ejemplo en la
figura 5, siempre que esto resulte adecuado en algin ca-
so de aplicacidn.

Dentro del marco de la presente Patente, ade-
mds de la unidn sbélida de las capas laterales formadas
por las bandas -l- y -3-, o bien -1l- y -13-, en la zona
del borde -24~ de la pieza moldeada -23-, puede también
efectuarse adicionalmente una tal unidn sélida de las ca
pas laterales en otras zonas laterales de la pieza mol-

deada y, por ejemplo, también en toda la extensidn de la
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pared de la plega moldeada. Sin embargo, dentro del mar-
co de la presente Patente, es preciso tener la seguri-
dad de que tal unidn sdélida se efectuard en todos los
casos en el borde periférico -24-, y en ningin caso en
las partes restantes -1'- y -3'- 0 bien -1ll'= y ~13%'-,

En las figuras 6 a 8 estd representado a titu-
lo de ejemplo un dispositivo adecuado para juntar las ban
das -1~ y ~3-, 0 bien ~1ll- y -13-, El dispositivo repre-
sentado en dichas figuras puede utilizarse para juntar
bandas tanto calientes como frias.

El dispositivo de unidn que se muestra en las
figuras 6 a 8, estd configurado para dos bandas -1- y
~5-, 0 bien -1l- y -13-, Este dispositivo contiene un ro-
dillo superior de introduccidn -31-, por debajo del cual
es introducida la banda superlior -3- o bien ~13-, y un
rodillo inferior de introduccidn -32-, por encima del
cual es introducida la banda inferior -1- o respectiva-
mente -11-,

En el ejemplo representado en las figuras, los
rodillos de introduccidn -31- y -32- estdn situados ver-
ticalmente uno sobre otro a una determinada distancia,
de forma tal que las bandas -l- y -3~ 0 bien -1ll- y -13-,
son depositadas una sobre otra en una posicidn -33%- si-
tuada a una determinada distancia por detrds de los rodi-
llos de introduccidén -32- y -31-, Debajo de esta posicidn
-33- de unidén propiamente dicha estd montado un rodillo
de soporte -34-, que tiene la misidén de impedir que las:
bandas ~-1- y -3~ o bien -11- y -13-, cualguen en esta po-
sicién de unién, quedando de este modo correctamente colo

cadas una sobre otra sin formar arrugas. De esta forma,
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entre la posicidén de unidn -33- y los rodillos de intro-
duccién -31- y -32- se forma entre las tandas -1- y -3-,
o respectivamente ~1l- y -13-, un espacio con forma esen
cialmente triangular, que en la parte frontal estd cerra
do por un perfil de estangqueidad y aislamiento térmico
-35-, que con un ala en cada lado se desliza de forma eg
tanca sobre las superficies de las bandas -1- y -3-, ©
bien -1l- y -13-, que méds tarde habrdn de ser deposita-
das una sobre otra. El espacio triangular que queda en-
tre las bandas -l- y -3-, o bien -11l~ y -13-, se cierra
lateralmente mediante unas piegas de gufa -37- en forma
de cufia, que estdn montadas en la parte interior de las
paredes laterales -36- del dispositivo y que atacan en
las zonas de los bordes entre las bandas -1~ y =3-, ©
bien -11- y -1%-, En estas piezas de guia -37- y en las
paredes laterales -36- estidn montadas unas conexiones

de vacio -38- que a través de las conducciones -39~ eg-
t4n conectadas a una mdquina productora de vacio. Ias
piezas de guia -37- en forma de cufia estdn dotadas de
unos recubrimientos de estanqueidad y de aislamiento
térmico -40- en las zonas que entran en contacto con

los bordes de las bandas -1- o bien -11-, y -%- 0 res-
pectivamente -13-., Para mantener las bandas -l- y ~3-

0 bien -11- y -13- en contacto constante con estos re-
cubrimientos de estanqueidad y aislamiento -40-, en la
parte inferior de las paredes laterales -36- estédn mon
tadas unas guias -41-, que a su vez pueden estar dota- )
das de unos recubrimientos de estangueidad y aislamien-
to térmico -42-. Ademas, los rodillos de introduccidn

~31l- y =32- y el rodillo de soporte -34- estan dotados



10,

15.

20.

25.

30.

de unos recubrimientos de aislamiento térmico -43-, De
esta forma las bandas -1- y -3-, o bien -1ll- y -13%-, son
depositadas con seguridad una sobre otra sin formar arru
gas v gin considerables pérdidas de energia calorifica,
de forma tal que el espacio intermedio situado entre las
bandas -1- y ~3-, o bien -11- y -1%3- es evacuado, © sea,
gue no se producen burbujas de aire entre las bandas -1-
y ~3=~, 0 blen ~1ll- y ~13-,

Para que en el trayecto que va desde el dispo-
sitivo de unidén -15- hasta la instalacidn de termoconfor-
macién -8- no pueda entrar ya aire lateralmente entre las
bandas -1l- y =3-, o bien -1l- y -1%-, tal como puede ver-
se en las figuras 6 y 8, en la Ultima parte del disposi-
tivo de unidn hay previstas lateralmente unas zapatas de
compresién adicionales -44-, que atacan en las zonas de
los bordes de las bandas ~l- y ~3-, o bien -1ll- y -13-,
Estas zapatas de compresidén estan sometidas a la acciédn
de unos muelles de presidn -45-. Cuando se juntan bandas
-11- y -13- calientes, la tensidn previa de estos muelles
de compresidén -45- deberd aflojarse de forma que en las
zonas de los bordes de las bandas -11- y -13- no se pro
duzca ninguna unidn sdélida. Cuando se trabaja con 14mi-
nas -l- y =3~ frias, la tensidén previa de los muelles
~45- deberd incrementarse considerablemente de acuerdo
con la misma naturaleza de la cuestidén, para de esta for
ma obtener el deseado cilerre de los bordes.

La totalidad del dispositivo de unidn -15- se
mantiene unida a modo de bastidor mediante los pernos
de sustentacién -46- que se extienden entre las dos pla

cas =36~ de la armadura.
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Todas las caracteristicas del objeto de la pre
sente Patente especificadas en la descripcidn, las rei-
vindicaciones y los dibujos, pueden ser de considerable
importancia para la presente Patente, ya sea de por si
s0las o bien en cualquier combinacidén imaginable.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modi-
fique la esencia del procedimiento descrito, serd varia-
ble a los efectos de la actual Patente.

NOTA.

Se reivindica como objeto de esta Patente de
Introduccidn:

l.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de lémina, caracterizado por la cons
titucidn de la pared del recipiente por varias capas gque
estdn depositadas en estrecho contacto unas con otras,
pero que estdn unidas sélidamente unas a otras tan sdlo
en unas partes limitadas de las superficies encaradas de
contacto.

2.- Un procedimiento para la fabricacidn de re
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de lamina, segin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque las capas laterales estédn unidas sd
lidamente entre si por soldaduras en unas partes limita-
das de sus superficies encaradas de contacto.

3,- Un procedimiento para la fabricacidén de re-
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin-
téticos en forma de ldmina, segun la reivindicacidn 1,
caracterizado porque las capas laterales estén unidas fi

jamente entre si por procedimientos mecénicos, en partes
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de sus superficies encaradas de contacto, de forma tal
que los procedimientos mecénicos de unibén pueden consis—
tir en unos anclajes configurados en la pared del reci-~
piente y/o en un borde periférico enrollado.

4.~ Un procedimiento para la fabricacidn de re
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de lémina, segln una de las reivindica-
ciones 1 a 3, caracterizado porgue las partes de las su-
perficies encaradas de contacto en las cuales las capas
laterales estan unidas fijamente entre si, estén en la
zona del borde de atertura del recipiente.

5.~ Un procedimiento para la fabricacidn de re
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de ldmina, segin la reivindicacidn 4,
caracterizado porque las capas laterales estdn unidas sé
lidamente entre si{ en la zona de un torde periférico que
sobresale hacia afuera y que rodea la abertura del reci-
piente.

6.- Un procedimiento para la fabricacidén de re
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin-
téticos en forma de lémina, segin las reivindicaciones an
teriores, caracterizado porque dos liaminas o bandas de
pldsticos distintos come minimo se depositan tan sélo en
estrecho contacto una con otra, sin que exista una unidn
s6lida entre ambas antes de la termoconformacién, para a
continuacidn ser conformadas conjuntamente y en o después
de la conformacién ser unidas sélidamente entre si por
lo menos en una gzona de cada piega de moldeo predetermi-
nada de antemano, y porque cada pieza moldeada es corta-

da en cada caso por fuera de las partes de las ldminas o
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bandas unidas sdlidamente entre si y es correspondiente-
mente separada de las ldminas o bandas circundantes, y
las ldminas o btandas restantes son separadas de nuevo
después de haber sido cortadas y separadas las piezas
moldeadas.

7.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de lémina, seglin la reivindicacidn
6, caracterizado porque al depositar las ldminas o ban-
das unas sobre otras es aspirado el aire que se encuentra
entre las mismas.

8.~ Un procedimiento para la fabricacidn de re
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de ldmina, segun la reivindicacidn 6 6
7, caracterigado porque las ldminas o bandas son deposi-
tadas unas sobtre 'otras a temperatura ambtiente, y estando
depositadas unas sobre otras son calentadas a las tempe-
raturas de conformacidén correspondientes a los pldsticos
de qué respectivamente se trate en cada caso.

9,- Un procedimiento para la fabricacidn de re-
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de ldmina, seglin la reivindicacidén 6 ¢
7, caracterizado porque las ldminas o bandas son deposi-
tadas unas sobre otras a unas temperaturas de conformacidn
correspondientes por lo menos aproximadamente a los plés
ticos de que respectivamente se trate en cada caso, y una
vez depositadas unas sobre otras son recalentadas, en ca-
so de ser necesario. tan s6lo para obtener la exacta gra
duacidn de las respectivas temperaturas de conformacidn.

10.- Un procedimiento para la fabricacidn de re
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cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de ldmina, segin la reivindicacidn 9,
caracterizado porque las léminas o bandas procedentes de
las toteras de ranura lineal que las forman son refrige-
radas dado el caso hasta las temperaturas de conforma-
cién correspondientes a los plésticos de que respectiva-
nente se trate en cada caso, y son depositadas unas so-
bre otras estando ain en estado caliente.

11.~- Un procedimiento para la fabricacidén dere
cipientes de paredes delgadas a partir de materiales sin
téticos en forma de ldmina, segin una de las reivindica-
ciones 6 a 10, caracterizado porque en la termoconforma
cidn, las ldminas o bandas que se encuentran ain a las
temperaturas de conformacidn, correspondientes en esen-
cia a los respectivos pldsticos, son unidas sélidamente
entre si a base de una fuerte compresidn aplicada en la
zona del borde anular de la pieza de moldeo.

12.~ Un procedimiento para la fabricacidn de
reciplentes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de limina, segin la reivindicacidn
11, caracterizado porque las ldminas o bandas son unidas
s6lidamente entre si en la zona del borde de la pieza de
moldeo antes o al inicio del proceso de termoconforma-—
cion propiamente dicho,

13.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de ldmina, segin una de las reivin-
dicaciones 6 a 12, caracterizado porgue estin previstas
de una lédmina portadora mds gruesa y una lémina de co-

bertura mds delgada, que va sobre la cara de utilizacidn

&
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de la pieza moldeada.

14.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de ldmina, segin la reivindicacidn
13, caracterizado porque la lémina portadora es de po-
liestireno, y dado el caso de pcliestireno resistente a
los golpes, y la lamina de cobertura es de cloruro de
polivinilo, polipropileno o polietileno.

15.~ Un procedimiento para la fabricacidén de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de ldmina, segin la reivindicacidn
13, caracterizado porque la lédmina portadora es de po-
liestireno, y dado el caso, de poliestireno resistente
a los golpes, y la lémina de cobertura es de poliestire
no dotado de aditivos especiales, que pueden ser aditi-
vos que eviten la acumulacidn de cargas electroestiti-
cas.

16.~ Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de lémina, segin las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque antes de la insta-
lacidén de termoconformacidn propiamente dicha esta mon-
tado un dispositive adicional que sirve para depositar
en estrecho contacto varias bandas o lédminas de plésti-
co unas con otras, y porque la instalacidén de termocon-
formacidén contiene en las zonas de conformacidn propia-
mente dichas unos dispositivos de limites preferentemen
te anulares, que sirven para unir sdlida y localmente
las bandas o ldminas, y porque ademds los dispositivos

que sirven para cortar las piezas moldeadas y asi sepa-—
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rarlas de las partes circundantes de las bandas o ldmi-
nas, estén configurados en todos los casos para reali-
zar el corte fuera de aquellas zonas en las cuales las
bandas o ldminas han sido unidas sélidamente entre si.

17.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de ldmina, segin la reivindicacidn
16, caracterizado porque los dispositivos que sirven pa
ra cortar las piezas moldeadas estédn montados directa-~
mente en la instalacidén de termoconformacidén a modo de
cortadores que rodean directamente los dispositivos deg
tinados a realizar la unidn sélida y local de las limi-
nas.,

18.- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de lémina, segin la reivindicacidn
16 6 17, caracterizado porque estd previsto un disposi-
tivo gue sirve para depositar dos bandas en estrecho
contacto una con otra, y entre este dispositivo y 1la
instalacidn de termoconformacién propiamente dicha es-
tan dispuestos unos dispositivos independientes de ca-
lentamiento dirigidos en cada caso sobre las respecti-
vas superficies litres de las bandas o léminas deposi-
tadas una sobre otra, proyectados preferentemente pa-
ra realizar el calentamiento de las bandas o ldminas
que lleguen a esta zona a temperatura ambiente, y po=-
nerlas a las temperaturas de conformacidén correspondien
tes a los respectivos pldsticos de que se trate en cada
caso.

19.- Un procedimiento para la fabricacidn de
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recipientes de paredes delgadas a partir de materisales
sintéticos en forma de ldmina, segin una de las reivin-
Gicaciones 16 a 18, caracterizado porque hay un dispo-
sitivo que estd configurado en forma adecuada para jun-
tar bandas o ldminas calientes de pldstico recién fabri
cadas y procedentes dado el caso de sus correspondientes
toberas de ranura lineal.

20,- Un procedimiento para la fabricacidn de
recipientes de paredes delgadas a partir de materiales
sintéticos en forma de ldmina, segin una de las reivin-
dicaciones 16 a 19, caracterizado porgue el dispositivo
que sirve para juntar las bandas o laminas tiene unos
dispositivos de evacuacidén para el espacio intermedio
situado entre las bandas que se juntan.

Sean cuales fueren las circunstancias que con-
curran en la esencialidad de la Patente de Introduccidn,
definida en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto
es:

2l.- "UN PROCEDIMIENTO PARA IA FABRICACION DE
RECIPIENTES DE PAREDES DELGADAS A PARTIR DE MATERIALES
SINTETICOS EN FORMA DE LAMINA".

Consta la presente memoria dé treinta y cinco

hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de

/

:
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los dibujos unidos a la misma.

Barcelona, 286 wuN. 1972
P.A. de PLASTICOS CETLULGSICOS, S.A.

ALFONSOJZ??AN’
pnpl

Fdo.: Luls Durén Benejom
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